证券代码：002008                                   证券简称：大族激光

大族激光科技产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021002
	投资者关系活动类别


	√特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          √路演活动
□现场参观


√其他 电话会议

	参与单位名称及人员姓名
	银河基金（1月15日）

西部证券（1月18日）

国金证券策略会（1月19日）

UBS（1月20日）

广发证券（1月21日）

招商证券（1月22日）

	时间
	2021年1月15日-2021年1月22日

	地点
	公司会议室、深圳东海朗廷酒店

	上市公司接待人员姓名
	副总经理兼董事会秘书 杜永刚

证券事务代表 王琳
投资者关系代表 胡志毅

	投资者关系活动主要内容介绍


	一、公司2020年前三季度业绩情况
公司2020年前三季度实现营业收入88.59亿元，归属于上市公司股东的净利润10.20亿元，扣除非经常性损益后净利润7.98亿元，分别较上年同期增加27.58%、69.99%、55.39%。
其中，第三季度，公司实现营业收入36.99亿元，归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，扣除非经常性损益后净利润2.93亿元，分别较上年同期增加67.41%、79.83%、64.98%。

得益于国内新冠疫情的有效控制，报告期内公司行业快速复苏，各项生产基本恢复正常，主营业务有续开展，消费类电子业务需求好于预期，产品订单较去年同期保持稳定增长，受益于行业景气度的持续提升，PCB业务订单及发货均较上年同期大幅增长。
整体来看，公司经营业绩较上年同期大幅增长，综合毛利率亦有明显提升。

二、公司激光加工设备的应用场景和行业

公司生产的激光加工设备，根据功率大小，分为大功率激光加工设备和小功率激光加工设备。

大功率激光加工设备主要应用于金属材料的切割、焊接环节，应用行业包括汽车及其零部件、工程机械、航空航天、船舶等。

小功率激光加工设备主要应用于金属及脆性材料的打标、切割和焊接环节，应用行业包括消费电子、新能源电池、显示面板等。
三、公司大功率激光加工设备业务情况

公司大功率激光加工设备主要应用于汽车及其零部件、工程机械、航空航天、船舶等工业领域。近年来，伴随着大功率激光加工设备价格的下降，相关领域渗透率不断提升，整体需求持续向好。

2020年前三季度，公司大功率激光加工设备的出货量保持稳定增长，其中，公司搭载自制高功率激光器的设备出货量超过400台。随着公司高功率激光器自制比例的提升，有望带来成本规模效应的进一步加强。
四、新能源电池业务中标情况

自2020年9月18日至12月30日，公司收到宁德时代及其控股子公司中标通知累计11.94亿元人民币。其中，已签署正式订单合同的中标设备金额为9.50亿元，尚未签署正式订单合同的中标设备金额为2.44亿元。本次中标有利于公司及子公司在新能源电池领域的业务拓展，提高公司收入规模及盈利能力。本次中标设备的交付期主要集中在2021年度，预计将对公司2021年度的经营业绩产生积极影响。
五、公司前三季度消费电子业务的情况
随着5G换机进程的推进，消费电子行业进入新一轮创新周期，消费电子行业景气度和设备需求逐步回升，主流手机厂商在2020年陆续推出了各自的5G机型，带动了公司消费电子业务及产品订单超过预期，实现快速增长。
消费电子行业景气度的提升，产品生态及创新的加强有望推动公司相关业务保持持续增长。

六、公司PCB业务情况
2020年前三季度，公司龙头产品机械钻孔机销量持续增长，多品类LDI设备、CO2激光钻孔设备等激光产品以及定制化高精度测试机份额快速提升，整体竞争力不断增强，业务相较去年同期实现大幅增长。

三季度以来，PCB行业延续了上半年的高景气度，大客户下单仍比较积极。根据客户的扩产情况来看，公司PCB业务有望延续良好的增长势头。
后续，公司将通过进一步完善高端产品的性能，拓展高端市场，提升市场份额。
七、公司核心部件的自产率情况
公司在激光器、切割头、数控系统、电机等核心部件上，均具备自产能力，核心部件自产率超过90%。
八、公司半导体加工设备的主要应用领域
公司生产的半导体加工设备主要包括晶圆激光开槽设备、晶圆改质切割设备、激光解键合设备等，主要应用于半导体封装测试领域。
九、光伏业务的情况
公司光伏相关激光加工设备性能处于同行业前列，已进入通威股份、隆基股份等企业的供应体系。
十、控股股东质押情况
目前，公司控股股东大族控股及其一致行动人持有股份质押比例已经降至79.11%。

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2021年1月22日
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